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Chương trình: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VI MẠCH
	STT
	Tên đề tài/dự án

(1)
	Nội dung nghiên cứu

(2)
	Kết quả đạt được

(3)

	1. 
	Nghiên cứu thiết kế lõi IP PCIe đầu cuối (End point) 2.0
- CNĐT: ThS. Bùi An Đông

- CQCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
	· Nghiên cứu chuẩn giao tiếp bus AMBA AXI.

· Nghiên cứu về chuẩn giao tiếp PCIe và qui trình thiết kế lõi IP.

· Kiến trúc phân lớp của PCIe gồm: Lớp vật lý(Physical); Lớp liên kết (Data Link); Lớp truyền/nhận (Transaction); Các lớp phần mềm (Software).

· Thiết kế lõi IP giao tiếp theo chuẩn PCIe bằng việc viết code RTL.

· Kiểm tra hoạt động bằng cách chạy mô phỏng và kiểm tra trên các Kit FPGA của Xilinx.

· Viết chương trình để test lõi IP giao tiếp theo chuẩn PCIe.

· Giao tiếp giữa lõi IP với thiết bị ngoại vi theo chuẩn PCIe.
	· Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc thiết kế lõi IP PCIe đầu cuối (End point) 2.0 đáp ứng những thông số kỹ thuật đã đề ra.

· Lõi IP này đã được kiểm tra hoạt động dựa trên hệ thống SoC chứa lõi PCIe EndPoint trên FPGA thực hiện được các chức năng như: truy xuất được tập thanh ghi cấu hình và điều khiển của lõi PCIe; đọc ghi được dữ liệu của lõi PCIe khi giao tiếp với máy tính; giao tiếp được với VGA và SD card giữa máy tính Host và SoC thông qua lõi PCIe.

· Kết quả có khả năng có khả năng ứng dụng của lõi IP PCIe trong các hệ thống nhúng ở các lĩnh vực khác nhau như Viễn thông, đa phương tiện, công nghiệp, tự động hóa.

	2. 
	Thiết kế lõi vi xử lí tín hiệu số theo định hướng ASIC, tích hợp các bộ tăng tốc phần cứng với tập lệnh chuyên dụng hỗ trợ ứng dụng xử lý âm thanh và hình ảnh
- CNĐT: PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ

- CQCT: Trường Đại học Công nghệ Thông tin
	· Phân tích các kiến trúc DSP hiện nay và đề xuất thiết kế cho lõi vi xử lý DSP 32-bit.

· Thiết kế bộ tính toán DCT với kiến trúc phù hợp cho ứng dụng xử lý ảnh.

· Thiết kế bộ tính toán FFT với kiến trúc phù hợp ứng dụng xử lý âm thanh.

· Thiết kế bộ tính toán dấu chấm động (Floating Point Unit).

· Thiết kế các thành phần giao tiếp ngoại vi và giao tiếp bộ nhớ ngoài.

· Tích hợp các thiết kế FFT, DCT, DSP lên đường bus và thử nghiệm trên FPGA.

· Xây dựng ứng dụng trên lõi DSP 32-bit.

Thiết kế vi mạch lõi DSP.
	· Thiết kế và mô phỏng thành công lõi DSP 32-bit VLIW có khả năng thực thi song song đồng thời 4 lệnh với tập lệnh linh động hỗ trợ mạnh mẽ các ứng dụng xử lý tín hiệu số. Lõi DSP này đã được ASIC hóa thành công trên công nghệ 90nm. Kết quả cho thấy lõi ASIC này có thể hoạt động với tần số tối đa là 140MHz.

· Hỗ trợ truy xuất nhanh dữ liệu. Giúp các Coprocessor tăng tốc quy trình truy xuất ra RAM ngoài, đồng thời giúp các Corprocessor có thể hoạt động độc lập với lõi Core. Do đó, DSP Core có thể thực thi lệnh song song trong quá trình các Corprocessor đang tính toán. Các DMA hỗ trợ cả hai chức năng đọc mảng 1 chiều và mảng 2 chiều, hỗ trợ tối đa cho phần mềm quản lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh theo kiểu truy xuất mảng. Các DMA được thiết kế theo kiến trúc pipeline 32-bit.

· Phát triển thành công ứng dụng xử lý hình ảnh và âm thanh trong đó có sự phối hợp hoạt động giữa lõi DSP 32-bit và các corprocessor DCT, FFT. Kết quả đã chứng minh tính linh hoạt và hiệu quả của lõi DSP cũng như các corprocessor. Hệ thống hoàn chỉnh này đã sẵn sàng để có thể xây dựng tiếp các ứng dụng xử lý tín hiệu số khác phức tạp hơn.

6 bài báo khoa học.

	3. 
	Nghiên cứu và chế tạo diode Schottky hướng tới ứng dụng trong các thiết bị trữ điện, ô tô điện - giai đoạn 1
- CNĐT: ThS. Nguyễn Việt Hưng và CN. Nguyễn Viết Thể

- CQCT: Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao
	· Thiết kế bộ mặt nạ quang khắc photomask để truyền ảnh các chi tiết lên SiC wafers thông qua quy trình quang khắc (đặt chế tạo tại nước ngoài).

· Chế tạo tiếp xúc Schottky và tiếp xúc Ohmic sử dụng các kim loại Ti, Ni, Al, Au.

· Thí nghiệm ủ nhiệt diode Schottky từ 200°C tới 500°C có bước 50°C.

· Đánh giá về cấu trúc các màng Silicon nitride (Si3N4), Silicon oxide (SiO2), điện cực Ti/Al/Ni/Au.
· Sử dụng 3 loại wafers EPI SiC: Khảo sát ảnh hưởng của độ dày lớp EPI SiC pha tạp loại N, nồng độ tạp chất và loại tạp chất lên điện thế đánh thủng, dòng rỉ, nhiệt độ hoạt động.
	· Đã thiết kế và chế tạo 02 wafer có kích thước đường kính 2 inch có các chip diode Schottky SiC.

Gửi nước ngoài chế tạo 01 bộ mặt nạ quang khắc: gồm 02 mask thạch anh với lớp mặt nạ bằng kim loại chrome, kích thước 5"x5", dày 2,3mm, kích thước tới hạn 2μm.

	4. 
	Nghiên cứu xây dựng giải thuật mã hóa - mật mã (RSA và ZUC) dùng trong truyền dữ liệu video và cài đặt phần cứng chuyên dụng phục vụ cho các ứng dụng về an ninh thông tin
- CNĐT: TS. Bùi Trọng Tú

- CQCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
	· Nghiên cứu, phân tích, nhị phân hóa, cải tiến và cài đặt các thuật toán mã hóa/giải mã RSA, ZUC.

· Nghiên cứu, phân tích, nhị phân hóa và cài đặt thuật toán nén/giải nén H264.

· Thực hiện các module ở dạng HDL thực hiện giải mã RSA, ZUC, so sánh kết quả với nội dung 1.

· Thực hiện các module ở dạng HDL thực hiện giải mã H264, so sánh kết quả với nội dung 2.

· Cài đặt thử nghiệm kết quả có được ở nội dung 3 lên FPGA và so sánh kết quả của nội dung 3.

· Cài đặt thử nghiệm HDL có ở nội dung 4 lên FPGA và so sánh với kết quả của nội dung 4.

· Cài đặt thử nghiệm HDL có ở nội dung 3 lên FPGA và so sánh với kết quả của nội dung 3.

· Cài đặt thử nghiệm HDL có ở nội dung 4 lên FPGA và so sánh với kết quả của nội dung 4.

· Tích hợp kết quả ở nội dung 5 và 6 thành một hệ thống đầy đủ.

· Chuyển kết quả ở nội dung 7 phần giải mã - mật mã sang dạng có thể chế tạo ở nhà máy và kiểm tra kết quả bằng các phần mềm thiết kế vi mạch.

· Xây dựng Demo thử nghiệm trên FPGA dựa trên kết quả ở nội dung 7 và tổng hợp báo cáo.
	· Đã thiết kế và hiện thực các khối chức năng phần cứng chuyên dụng cho mã hóa - mật mã và giải nén video ở dạng HDL có khả năng thực hiện trên FPGA và sản xuất Chip thử nghiệm cho phần giải mã (không sản xuất thử) nhằm phục vụ các ứng dụng liên quan đến an ninh thông tin. Đặc biệt, nghiên cứu chú trọng đến các thiết bị có năng lực thấp.

· Về phân tích thuật toán và xây dựng mô hình để có thể thực hiện trên Chip (C model) nhóm đã thực hiện thuật toán lũy thừa modulo, các thuật toán phụ trợ (tính nghịch đảo modulo, sinh khóa an toàn,...), thuật toán phát sinh khóa mạnh cho mã dòng: xây dựng một S-box phát sinh khóa ngẫu nhiên và dài để tăng tính an toàn và chống lại các cơ chế tấn công hiện nay, đặc biệt tấn công tuyến tính và tấn công sai phân.

Về nội dung cài đặt trên phần cứng, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và hiện thực hệ thống hợp nhất dùng HDL để có thể thực hiện trên FPGA (và chuyển sang ASIC phần giải mã mật mã) gồm: khối giải mã RSA, khối giải mã ZUC, khối giải nén video chuẩn H246...Sản phẩm sau cùng là một bộ tích hợp 2 hệ mã RSA và ZUC trong cùng một chip, do đó có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an ninh thông tin.

	5. 
	Xây dựng quy trình và thực hiện rút trích tham số cho mô hình linh kiện MOSFET dùng trong SPICE
- CNĐT: TS. Bùi Trọng Tú

- CQCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
	· Xây dựng phương pháp luận cho quy trình mô hình hóa và rút trích tham số cho linh kiện MOSFET.

· Xây dựng Module rút trích tham số cho các mô hình MOS mức 1/2/3, BSIM3, EKV dùng thuật toán tối ưu LM.

· Xây dựng  module rút trích tham số cho các mô hình BSIM3 và EKV dùng thuật toán tối ưu GA.

· Kết hợp GA và LM vào quy trình trích tham số của BSIM3 và EKV2.6 để có được kết quả tối ưu.

· Phân tích, đánh giá kết quả. So sánh đối chiếu kết quả với các phần mềm công nghiệp.

· Phát triển công cụ chuyển đổi tham số của mô hình BSIM3 sang EKV2.6.

Tổng hợp các module vào công cụ chính.
	· Công cụ rút trích tham số sản phẩm của đề tài được thể hiện dưới dạng các module, tuy còn khá đơn giản và không thể so sánh được với sản phẩm thương mại nhưng sẽ giúp chủ động về cơ sở dữ liệu nguồn để bổ sung phát triển thêm sau này với các yếu tố đặc thù riêng của nhà máy chế tạo chip cụ thể. Điều mà các sản phẩm thương mại do thường là dạng đóng kín sẽ gặp trở ngại. Điều quan trọng hơn là thông qua đề tài đã dần hình thành nhóm nghiên cứu về trích xuất tham số cho mô hình linh kiện, phục vụ công tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực vi điện tử và thiết kế vi mạch.

Các module trích xuất tham số có thể dùng để trích xuất các tham số cơ bản cho các mô hình thông dụng ở thế hệ thứ ba nên có thể ứng dụng cho các công nghệ MOSFET có kích thước công nghệ ≥ 130nm.
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